6/01:7998 A3 I} 10 0 00 00O

=
=

The invention relates to a wiring substrate (5) for a

sem conduct or conponent,
pads (3) for the external
(12 OB PEM{VERTRAEG DBIgR DIEVINTE

conpri sing external
contacts of a sem conduct or
RNATEONAS.E IZ8$ AMNIBYA KREST SUF RENDGEBIET DES

cont act

face (PAYEXDHESENS 68 VRWEEERICBY INSEE AT QO SO BYNG

contai ning a flexible elag
19) \ggytoégahlaqtlon fiir geistiges Eigentum /3
Internationales Biiro

(9). The

AL 10 0B R O

(43) Internationales Veroffentlichungsdatum PCT (10) Internationale Verdffentlichungsnummer
23. Februar 2006 (23.02.2006) WO 2006/017998 A3
(51) Internationale Patentklassifikation: STEINER, Rainer [DE/DE]; Bertastr. 5, 93049 Re-
HOIL 23/498 (2006.01)  HO5K 1/02 (2006.01) gensburg (DE). WORNER, Holger [DE/DE]; Mar-
HOIL 23/00 (2006.01) HO5K 3/32 (2006.01) tin-Ernst-Str. 43, 93049 Regensburg (DE).
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2005/001278  (74) Anwalt: SCHAFER, Horst; Schweiger & Partner, Karl-

(22) Internationales Anmeldedatum:
20. Juli 2005 (20.07.2005)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Verotfentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Prioritét:

102004 040414.3  19. August2004 (19.08.2004) DE

(71) Anmelder (fiir alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; St.-
Martin-Str. 53, 81669 Miinchen (DE).

(72) Erfinder; und
(75) Erfinder/Anmelder (nur fiir US): BAUER, Michael
[DE/DE]; Dachgred 31, 93152 Nittendorf (DE).

Theodor-Str. 69, 80803 Miinchen (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, fiir
Jede verfiighare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AT, AU, AZ,BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI,
GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,
KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA,
MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ,
OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC,
VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, fiir
Jede verfiigbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,

GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG,

[Fortsetzung auf der néichsten Seite]

(54) Title: WIRING SUBSTRATE OF A SEMICONDUCTOR COMPONENT COMPRISING EXTERNAL CONTACT PADS
FOR EXTERNAL CONTACTS AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME

(54) Bezeichnung: VERDRAHTUNGSSUBSTRAT EINES HALBLEITERBAUTEILS MIT AUSSENKONTAKTANSCHLUSS-
FLECKEN FUR AUSSENKONTAKTE UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DESSELBEN
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(57) Abstract: The invention relates to a wiring substrate (5) for a semiconductor component, comprising external contact pads (3)
for the external contacts of a semiconductor component. The rigid wiring substrate (5) has an upper face (7) comprising recesses (8),
P said recesses (8) containing a flexible elastic material (9). The external contact pads (3) are located on the flexible elastic material
(9). The invention also relates to a method for producing a wiring substrate (5) of this type, according to which flexible elastic
material pads (25) are pressed into a precursor of a plastic polymer.
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verdrahtungssubstrat (5) eines Halbleiterbauteils mit AuBenkontaktanschluss-
flecken (3) fiir AuBenkontakte eines Halbleiterbauteils. Dazu weist das starre Verdrahtungssubstrat (5) eine Oberseite (7) mit Aus-
sparungen (8) auf, wobei die Aussparungen (8) ein gummielastisches Material (9) aufweisen. Die Aufenkontaktanschlussflecken (3)
sind auf dem gummielastischen Material (9) angeordnet. Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines derartigen
Verdrahtungssubstrats (5), wobei wihrend des Herstellungsverfahrens gummielastische Materialflecken (25) in eine Vorstufe eines

Polymerkunststoffes eingedriickt werden.



